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(54) Leiterplattensteckbuchse

(57) Die Leiterplattensteckbuchse umfaBt ein auf
einer Leiterplatte (2) festlegbares, im Querschnitt recht-
eckiges Metallbuchsengehduse (1) und einen in das
Buchsengehduse eingesetzien, einen entsprechend
rechteckigen Querschnitt besitzenden Isolierkérper (3).
Dieser weist vier nach dem USB-Konzept standardi-
sierte, in einer Ebene nebeneinander liegende, als Kon-
taktfedern ausgebildete Signalkontakte (4) auf, die beim
Stecken des Bussteckers mit den in diesem vorgesehe-
nen vier nebeneinanderliegenden Gegenkontakten
zusammenwirken und den elekirischen Kontakt herstel-
len. Diese Signalkontakte (4) sind Uber nach unten
gerichtete AnschluBenden (5) mit den Kontakistellen
der Leiterplatte (2) verbindbar. Eine besonders platz-
sparendwe und dennoch einen festen Halt gewahrlei-
stende Ausfihrung, die mit einer einfacheren
Létmethode verbunden ist, zeichnet sich dadurch aus,
daB ds Buchsengehause (1) bodenseitig Uber einen
Abstand zur Leiterplatte (2) sicherstellende Stiitz- und

Verbindungsbereiche (11', 11") mit der Leiterplatte (2)
im Reflowverfahren verlétbar ist. Ferner istim Bodenbe-
reich des Buchsengehauses (1) eine Aussparung (12)
vorgesehen, durch die hindurch sich die nach unten
gerichteten und dann abgewinkelten, als SMT-Kontakte
ausgebildeten AnschluBenden (5) der Signalkontakte
(4) des in das Buchsengehause (1) eingesetzten Isolier-
koérpers (3) zu den zugehdrigen Leiterbahnen der Lei-
terplatte (2) hin erstrecken. Die Stitz- und
Verbindungsbereiche sind dabei durch von der unteren
Vorderkante des Buchsengehduses (1) ausgehende,
um etwa 180° nach unten und rickwéarts umgebogene
Fixierlaschen 11', 11" gebildet, die jeweils eine ausge-
stanzte Bohrung mit einem am Bohrungsrand ange-
formten, der Leiterplatte zugewandten Kragen (16)
aufweist, der in eine Offnung (17) der Leiterplatte (2)
eingreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiterplat-
tensteckbuchse mit einem auf einer Leiterplatte festleg-
baren, im Querschnitt rechteckigen
Metallbuchsengehduse und einem in das Buchsenge-
hause eingesetzten, einen entsprechend rechteckigen
Querschnitt besitzenden Isolierkérper, der vier nach
dem USB-Konzept standardisierte, in einer Ebene
nebeneinanderliegende, als Kontakifedern ausgebil-
dete Signalkontakte aufweist, die beim Stecken des
Bussteckers mit den in diesem vorgesehenen vier
nebeneinanderliegenden Gegenkontakten zusammen-
wirken und den elekirischen Kontakt herstellen und die
Uber nach unten gerichtete AnschluBenden mit den
Kontakistellen der Leiterplatte verbindbar sind.

[0002] Bei einer bekannten Leiterplattensteckbuchse
dieser Art (DE 296 02 268 U1) liegt das Steckbuchsen-
geh&use mit seiner unteren Gehausewand auf der Lei-
terplatte unmittelbar auf. Dabei sind sowohl die
Schirmkontakte des Steckbuchsengehduses als auch
die vier nebeneinanderliegenden Signalkontakte als
sich rechtwinklig zur unteren Gehausewand erstrek-
kende Einlétstifte ausgebildet, die in Létkontaktbohrun-
gen der zugehérigen Leiterplatte eingefihrt und darin
nach dem Létwellenverfahren von unten verlétet wer-
den.

[0003] Diese Vorgangsweise ist mit dem Nachteil ver-
bunden, daB neben dem allgemein Gblichen SMT-
Reflowverfahren, mit dem alle sonstigen Bauteile auf
der Leiterplatte verlétet werden, ein weiteres Létverfah-
ren, namlich das Létwellenverfahren erforderlich ist.
[0004] An dieser Stelle ist zu erwahnen, daB ein
umfangreicher druckschriftlicher Stand der Technik exi-
stiert, der sich mit dem Festlegen der Anschliisse von
Steckverbindern an den Leiterbahnen befaBt, so z.B.
mit Hilfe der Reflow-Technik, allerdings unter kostspieli-
gem, zeitaufwendigem Einsatz von zusétzlichen
Schraub- oder Nietverbindungen zur mechanischen
Entlastung der Létstellen (Druckschrift "Elektrotechnik”
24/27.11.1987, S. 136).

[0005] Ferner ist das Verbinden von Kontakten von
Steckerleisten mit Leiterplatten bekannt (DE 43 07 134
A1), indem die Kontaktenden in Bohrungen der Leiter-
platten eingeflihrt und darin verltet werden. Auch diese
Methode ist arbeits- und kostenintensiv.

[0006] Zu erwdhnen ist ferner die bekannte Festle-
gung eines mehrpoligen Steckverbinders auf einer Lei-
terplatte unter Verwendung von dem Verbinder Halt
gebenden, metallischen L-férmigen Traglaschen, die
dem Festléten an der Leiterplatte dienen und mit einer
Durchgangsbohrung zur Erhéhung der Fixierkrafte ver-
sehen sind (JP 1-197 978 A).

[0007] Eine weiterhin bekannte Fixiermethode fiir
elektrische Steckverbinder auf Leiterplatten (US 5 037
316) bedient sich ebenfalls einer aufwendigen Létver-
bindung, da hier der Verbinder mit quer abstehenden
Vorspriingen versehen ist, die mit Bohrungen in der sie
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aufnehmenden Leiterplatte zusammenwirken. Auch
von dieser Art der Festlegung von Steckverbindern an
einer Leiterplatte kann nicht gesprochen werden, dafB
sie dem Fachmann eine Lehre gibt, USB-Leiterplatten-
steckbuchsen im Vergleich zur eingangs dargelegten
bekannten Fixiermethode einfacher und sicherer auf
Leiterplatten festzulegen.

[0008] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe
zugrunde, eine wesentlich einfachere und dennoch
sichere Festlegung und Verbindung von USB-Leiterplat-
tensteckbuchsen auf den Leiterplatten mit nur noch
einem LétprozeB zu erméglichen.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB im
wesentlichen dadurch gelést,

dafB das Buchsengehduse bodenseitig Gber einen
Abstand zur Leiterplatte sicherstellende Stiitz- und
Verbindungsbereiche mit der Leiterplatte im
Reflowverfahren verlétbar ist und

daB im Bodenbereich des Buchsengehauses eine
Aussparung vorgesehen ist, durch die hindurch
sich die nach unten gerichteten und dann abgewin-
kelten AnschluBenden der Signalkontaktie des in
das Buchsengehause eingesetzten Isolierkérpers
zu den zugehérigen Leiterbahnen der Leiterplatte
hin erstrecken, mit denen sie aufgrund ihrer Ausbil-
dung als SMT-Kontakte verlétbar sind.

[0010] Als in fertigungstechnischer Hinsicht sehr
zweckmdBig hat es sich erwiesen, wenn zumindest
einige der den Abstand des Buchsengeh&uses zur Lei-
terplatte sicherstellenden Stitz- und Verbindungsberei-
che jeweils durch eine von der unteren Vorderkante des
Buchsengehauses ausgehende, um etwa 180° nach
unten und riickwérts umgebogene Fixierlasche gebil-
det. Diese Fixierlaschen stellen sicher, daB die beim
Steckvorgang auf das Metallbuchsengehduse wirken-
den Steckkrafte praktisch unmittelbar unter dessen
Mindungsbereich auf die Leiterplatte Ubertragen wer-
den, ohne daB hierflr ein gréBerer Platzbedarf erforder-
lich ware.

[0011] Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft
erwiesen, wenn jede Lasche eine ausgestanzte Boh-
rung mit einem am Bohrungsrand angeformten, der Lei-
terplatte zugewandten Kragen aufweist, der in eine
Offnung der Leiterplatte eingreift. Durch diesen Kragen
werden horizontale Steckkrafte auf besonders einfache
Weise formschlissig zur Leiterplatte aufgenommen.
[0012] Eine besonders gleichméaBige Auflage der
AnschluBenden auf der Leiterplatte wird in weiterer
Ausbildung der Erfindung dadurch sichergestellt, daB
der Isolierkdérper an seiner Unterseite einen in die Aus-
sparung des Buchsengehduses mit vorzugsweise flnf
angeformten Stegen hineinragenden verstarkten Kor-
perbereich aufweist und dafB die AnschluBenden der
Kontakifedern zwischen diesen Stegen vorgesehen
sind.
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[0013] Eine genaue Positionierung der AnschluBen-
den in bezug auf die Leiterplatte ergibt sich, wenn der
Isolierkérper mit mindestens zwei quer abstehehenden
Fuhrungszapfen versehen ist, die in ihnen zugeordnete
Ausnehmungen der Leiterplatten eingreifen.

[0014] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung anhand
der beigefligten Zeichnung. Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer auf einer
Leiterplatte festgelegten Leiterplattensteck-
buchse, etwa im MafBstab 3 : 1,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Leiterplattenbuchse
in gréBerem MafRstab,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Leiterplattenbuchse
nach Fig. 2,

Fig. 4 eine Detailansicht der Unterseite der Leiter-
plattenbuchse in Richtung des Pfeils IV der
Fig. 3 gesehen,

Fig. 5 eine Vorderansicht der Leiterplattensteck-
buchse in weiter vergréBertem MaBstab,
Fig. 6 eine Schnittansicht einer Einzelheit entspre-
chend der Linie VI-VI der Fig. 5,

Fig. 7 eine Schnittansicht entsprechend der Linie
VII-VIl der Fig. 5,

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Metall-
buchsengehduses, schrdg von unten und
hinten, und

Fig. 9 eine analoge perspektivische Ansicht des in
das Gehause nach Fig. 8 von hinten einsetz-
baren Isolierkérpers.

[0015] Aus der Zeichnung ergibt sich, daB die Leiter-
plattensteckbuchse ein im Querschnitt rechteckiges,
eine Abschirmung bildendes Metallbuchsengeh&use 1,
das auf einer Leiterplatte 2 festlegbar ist, und einen in
das Buchsengehduse 1 eingesetzten, einen entspre-
chend rechteckigen Querschnitt besitzenden Isolierkér-
per 3 umfaBt. In diesen Isolierkérper 3 sind vier nach
dem USB-Konzept standardisierte, in einer Ebene
nebeneinander liegende als Kontaktfedern ausgebil-
dete Signalkontakte 4 eingesetzt. Diese wirken beim
Stecken des - nicht dargestellten - Bussteckers mit den
in diesem vorgesehenen vier nebeneinanderliegenden
Kontakten zusammen und stellen den elekirischen Kon-
takt her; Gber nach unten gerichtete AnschluBenden 4
sind sie mit den Kontakistellen 6 der Leiterplatte 2 ver-
bindbar.

[0016] Das in Fig. 8 besonders deutlich veranschau-
lichte Metallbuchsengehduse 1 ist als Stanzbiegeteil
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aus einem Metallblechstreifen hergestellt. Es umfaBt
vier Biegekanten 7, die einerseits die beiden Geh&use-
schmalseiten 8 und andererseits die obere Gehause-
wand 9 sowie mit den beiden aufeinanderzu
gerichteten, halb so groBen Seitenteilen 10’ und 10"
den Gehauseboden 10 bilden. Dieser Gehauseboden
10 des Metallbuchsengehauses 1 ist Uber einen
Abstand zur Leiterplatte 2 sicherstellende Stiitz- und
Verbindungsbereiche 11, 11" mit der Leiterplatte 2
mechanisch fest verbindbar. Im Bodenbereich des
Buchsengehauses ist eine besonders gut in Fig. 8
erkennbare Aussparung 12 vorgesehen, durch die hin-
durch sich die - nach dem Einsetzen des Isolierkérpers
3 in das Gehéause 1 nach unten gerichteten und dann
abgewinkelten - in SMT-Kontakte 13 auslaufenden
AnschluBenden 5 der vier Signalkontakte 4 zu den nicht
gezeigten zugehdrigen Leiterbahnen der Leiterplatte 2
erstrecken. Die den Abstand des Buchsengehauses 1
zur Leiterplatte 2 sicherstellenden Stlitz- und Verbin-
dungsbereiche sind jeweils durch eine von der unteren
Vorderkante des Buchsengehduses 1 im Bereich der
beiden Seitenteile 10', 10" des Gehausebodens 10 aus-
gehende, um etwa 180° nach unten und rickwarts
umgebogene Fixierlaschen 11', 11" gebildet.

[0017] Jeder dieser Fixierlaschen 11', 11" ist jeweils
eine Befestigungszone 14 der Leiterplatte 2 zugeord-
net. Fig. 6 und 8 zeigen besonders deutlich, daB jede
Fixierlasche 11', 11" eine ausgestanzte Bohrung 15 mit
einem am Bohrungsrand angeformten, der Leiterplatte
2 zugewandten Kragen 16 aufweist. Die Kragen sind
jeweils in eine Bohrung 17 der Befestigungszone 14 der
Leiterplatte 2 einfiihrbar. Dadurch wird eine besonders
sichere Positionierung des Metallbuchsengehduses in
bezug auf die Leiterplatte 2 gewahrleistet. An seiner
Unterseite ist der Isolierkérper 3 mit einem verstérkien
Kérperbereich 18 versehen, der in die Aussparung 12
des Buchsengehduses 1 hineinragt. Er umfaBt finf
angeformte, die Verstarkung unterstiitzende Stege 19.
Zwischen diesen sind die AnschluBenden 5 mit den
SMT-Kontakten 13 der Signalkontakte 4 vorgesehen.
[0018] Unter der Unterseite ist der Isolierkérper 3 mit
mindestens zwei quer abstehenden Fuhrungszapfen 20
versehen, die in ihnen zugeordnete Ausnehmungen 21
der Leiterplatte 2 eingreifen.

[0019] Wie aus Fig. 9 besonders deutlich entnehmbar,
sind an die Unterseite des Isolierkérpers 3 vier flache,
im wesentlichen quaderférmige StutzfliBe 22 ange-
formt, Giber die der Isolierkérper 3 in in das Buchsenge-
hause 1 eingeschobenem Zustand auf der Leiterplatte
2 aufliegt.

[0020] Der Lagesicherung des Isolierkérpers 3 in in
das Buchsengehause 1 eingesetztem Zustand dienen
seitliche Aussparungen 23 mit vorderer Begrenzungs-
kante 24, hinter die nach dem Einschieben in das Buch-
sengehause 1 jeweils eine aus den
Gehauseschmalseiten 8 ausgestanzte Rastzunge 25
einrastet.

[0021] Die Fig. 5, 7 und 8 zeigen sehr deutlich aus der
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oberen Gehausewand 9 bzw. dem Gehé&useboden 10
ausgestanzte zungenartige Rasthaken 26 bzw. 27, die
in Aussparungen des Schirmgehduses des sich in
gestecktem Zustand befindlichen Bussteckers eingrei-

fen.

Patentanspriiche

1.

2. Leiterplattensteckbuchse

Leiterplattensteckbuchse mit einem auf einer Lei-
terplatte (2) festlegbaren, im Querschnitt rechtecki-
gen Metallbuchsengehause (1) und einem in das
Buchsengehduse eingesetzten, einen entspre-
chend rechteckigen Querschnitt besitzenden Iso-
lierkérper (3), der vier nach dem USB-Konzept
standardisierte, in einer Ebene nebeneinander lie-
gende, als Kontaktfedern ausgebildete Signalkon-
takte (4) aufweist, die beim Stecken des
Bussteckers mit den in diesem vorgesehenen vier
nebeneinanderliegenden Gegenkontakten zusam-
menwirken und den elektrischen Kontakt herstellen
und die Gber nach unten gerichtete AnschluBenden
(5) mit den Kontakistellen der Leiterplatte verbind-
bar sind, dadurch gekennzeichnet,

daB einerseits das Buchsengehduse (1)
bodenseitig Uber einen Abstand zur Leiter-
platte (2) sicherstellende Stitz- und Verbin-
dungsbereiche (11, 11") mit der Leiterplatte (2)
im Reflowverfahren verlétbar ist und

dafB andererseits im Bodenbereich des Buch-
sengehduses (1) eine Aussparung (12) vorge-
sehen ist, durch die hindurch sich die nach
unten gerichteten und dann abgewinkelten
AnschluBenden (5) der Signalkontakte (4) des
in das Buchsengehause (1) eingesetzten Iso-
lierkérpers (3) zu den zugehérigen Leiterbah-
nen der Leiterplatte (2) hin erstrecken, mit
denen sie aufgrund ihre Ausbildung als SMT-
Kontakte verlétbar sind.

nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daf3 zumindest einige der
den Abstand des Buchsengehauses (1) zur Leiter-
platte (2) sicherstellenden Stiitz- und Verbindungs-
bereiche jeweils durch eine von der unteren
Vorderkante des Buchsengehduses (1) ausge-
hende, um etwa 180° nach unten und rickwarts
umgebogene Fixierlasche (11', 11") gebildet ist.

Leiterplattensteckbuchse nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daB jede Fixierlasche
(11', 11") eine ausgestanzte Bohrung (15) mit
einem am Bohrungsrand angeformtem, der Leiter-
platte (2) zugewandten Kragen (16) aufweist, der in
eine Offnung (17) der Leiterplatte (2) eingreift.

4. Leiterplattensteckbuchse nach einem der Anspri-
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che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Iso-
lierkérper (3) an seiner Unterseite einen in die
Aussparung (12) des Buchsengehauses (1) hinein-
ragenden, durch vorzugsweise finf angeformte
Stege (19) verstarkten Kérperbereich (18) aufweist
und daB die AnschluBenden (5) der Signalkontakte
(4) zwischen diesen Stegen (19) vorgesehen sind.

Leiterplattensteckbuchse nach einem der vorste-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
der Isolierkérper (3) mit mindestens zwei quer
abstehenden Flhrungszapfen (20) versehen ist,
die in ihnen zugeordnete Ausnehmungen (21) der
Leiterplatte (2) eingreifen.
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